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(54) Verfahren zum Herstellen von Verbundstoffen und -platten und Vorrichtung fiir dieses

Verfahren
(57) Eine aus einem Trager und diesen ein- oder gefiigt werden, wenn der Klebstoff in kdrniger, trockener
beiderseitig in Sandwichbauweise bedeckenden Deck- Form auf eine Klebeflache aufgestreut und danach mit
schicht(en) bestehende Verbundplatte, beispielsweise dem Ldsungsmittel kontaktiert wird.

eine Akustikplatte, kann kontinuierlich und rationell
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen
von Verbundstoffen und -platten, beispielsweise einer
Akustikplatte in Sandwich-Bauweise fur schall- und
wéarmeabsorbierende Raum-Decken und/oder -Wénde,
bestehend aus einem porésen Trager und aus einer ein-
oder beidseitig mit dem Trager durch einen Klebstoff fla-
chig verbundenen Deckschicht aus einem Vlies,
Gewebe, Schaumstoff oder dergleichen luftdurchlassi-
gen Werkstoff.

Ein solches Verfahren und eine zugehérige Ver-
bundplatte sind beispielsweise aus der Offenlegungs-
schrift DE 195 22 216 A1 bereits bekannt. Um die
Nachteile zu vermeiden, die sich beim Auftragen des
Klebstoffes zwischen dem Trager und der/den Deck-
schicht(en) dadurch ergeben, daB in der Regel, wegen
des Brandschuizes, eine relativ dicke anorganische,
teilweise zusammenhéngende und damit die Porositat
der Verbundplatte stérende Klebstoff-Schicht aufgetra-
gen wird, ist in der vorbekannten Druckschrift vorgese-
hen, daB der Klebstoff rasterartig mittels
Siebdruckverfahrens aufgebracht wird. Der Klebstoff ist
auf diese Weise keine zusammenhéangende Schicht,
sondern Stege aus Klebstoff wechseln mit klebstoff-
freien Flachen ab. Gegeniiber dem Auftragen eines
pastosen Klebstoffes mit einem Spachtel, einer Birste
oder dergleichen ist das Siebdruckverfahren zweckma-
Biger, weil die klebstofffreien Flachen wesentlich gréBer
gehalten werden kénnen; trotzdem IaBt es sich auch
hierbei nicht vermeiden, daB die Klebstoff-Schicht
wenigstens partiell luftundurchlassig ist. Beide Verfah-
ren sind relativ aufwendig und lassen sich insbesondere
nicht in einen stetigen Arbeitsablauf bei der Herstellung
der Verbundplatten integrieren, sondern unterbrechen
jeweils einen solchen Ablauf.

Die Erfindung hat sich deshalb die Aufgabe gestellt,
ein Verfahren der eingangs néher bezeichneten Art so
zu gestalten, daB es problemlos in einen kontinuierli-
chen ProzeBablauf eingefligt werden kann und dabei
Sorge tragt, daB die Porositat der Verbundplatte weitge-
hend gewahrt bleibt.

Erfindungsgeman wird die Aufgabe durch ein Ver-
fahren gelést, bei dem der Klebstoff in Form eines quell-
und rieselfahigen, trockenen Pulvers verwendet wird,
das auf die Klebeflache des Tragers aufgetragen und
mit einem flussigen L&sungsmittel benetzt wird, und bei
dem ferner nach Quellen des befeuchteten Klebstoffes
die einander zugewandten Klebeflachen des Tragers
und der Deckschicht(en) aneinandergelegt und unter
Druck- und/oder Temperatureinwirkung miteinander
verklebt werden.

Der Klebstoff kann auf diese Weise gut dosiert,
randgenau und gleichmaBig in einem gleichférmig
ablaufenden Streuvorgang so aufgebracht werden, daB
zwischen den einzelnen Kérnern auf den miteinander
zu verbindenden Klebeflachen gleichmaBig verteilte
Freiflachen verbleiben und die nach Zufligen des
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Lésungsmittels gequollene und beim Verkleben kompri-
mierte Klebstoff-Schicht immer noch genligend Porosi-
tat aufweist, so daB aufireffende Schallwellen nicht
reflektiert, sondern weitgehend absorbiert oder bis in
den Trager durchgelassen und dort absorbiert werden.
Die Funktion der Verbundplatte bleibt auf diese Weise
weitgehend erhalten, und gleichzeitig werden die Struk-
turelemente der Deckschicht(en) und die Oberflache
des Tragers gleichmaBig miteinander verklebt; gréBer-
flachig abgedeckie Bereiche, wie sie bei einem mit
Siebdruck aufgebrachten Klebstoff unvermeidlich sind,
fallen ganzlich weg. Der pulverférmige Klebstoff kann
sehr sparsam aufgebracht werden in einem gegeniiber
den bekannten Verfahren deutlich geringerem Umfang,
und auch die eingesetzte Menge an Lésungsmittel fallt
wesentlich geringer aus, so daB entsprechend das
Gewicht der fertigen Verbundplatte nicht viel groBer ist
als dasjenige des bloBen Tragers sowie der Deck-
schicht(en) zusammen; die Trocknungszeit wird
dadurch erheblich verklrzt. Ein weiterer Vorteil des
erfindungsgemaBen Verfahrens besteht darin, daB die
Klebeauftragsmittel wesentlich vereinfacht sind, so daB
die Rustzeiten erheblich verkiirzt werden. Uberschiissi-
ges Klebepulver kann ohne Aufbereitung wiederver-
wendet werden.

Dabei kdnnen der Klebstoff und das Lésungsmittel
in durchaus unterschiedlicher Weise in den Bereich
gelangen, der spater von der/den Klebstoff-Schicht(en)
gebildet wird.

So ist es beispielsweise mdglich, daB der Trager
zunéchst mit dem Lésungsmittel benetzt und danach
mit dem Klebstoff bestreut wird. Stattdessen kann man
umgekehrt auch so verfahren, daf3 zunéchst der Trager
mit Klebstoff bestreut und dieser danach mit dem
Lésungsmittel benetzt wird. In beiden Fallen wird/wer-
den anschlieBend die Deckschicht(en) unbehandelt
aufgelegt und in dem nachfolgenden mechanischem
Klebvorgang mit dem Trager verbunden. Es ist aber wei-
terhin auch denkbar, daB der Trager mit Klebstoff
bestreut und die Klebflache(n) der Deckschicht(en) mit
Lésungsmittel benetzt und anschlieBend mit dem Tra-
ger verklebt werden wird/werden, so daB der Klebstoff
erst zum Quellen kommt, wenn die Deckschicht(en)
bereits an den Trager angelegt ist/sind. An der Kontinui-
tat des Verfahrensablaufes andert sich dabei nichts.

Das Verfahren ist besonders rationell einsetzbar,
wenn ein leicht wasserléslicher, insbesondere kaliwas-
serléslicher und gut absorbierender, sprihgetrockneter
anorganischer Klebstoff verwendet wird. Ein solcher
anorganischer Klebstoff ist nicht brennbar und frei von
gesundheitsschadlichen Emissionen; er ist dartiberhin-
aus in der Regel auch temperatur- und alterungsbe-
standig und bequem entsorgbar.

Besonders gute Ergebnisse lassen sich mit dem
erfindungsgeméaBen Verfahren erreichen, wenn ein
Klebstoff mit einem Schiittgewicht von 50 bis 250 g/l
und einer KorngréBe von 0,05 bis 1,5 mm, vorzugs-
weise von 0,063 bis 1,0 mm, verwendet wird, wobei am
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besten insgesamt zwischen 5 und 400 g/m?, vorzugs-
weise 20 g/m? Klebstoff auf die Klebeflachen aufge-
streut und die Klebeflachen und/oder der Klebstoff mit
insgesamt zwischen 5 und 200 g/m?, vorzugsweise 30
g/m? Lésungsmittel benetzt werden.

Besonders vorteilhaft wird fir den Klebestoff ein
alkalisches Silikat, beispielsweise Natriumdisilikat ver-
wendet.

Die Topfzeit firr die Klebstoff-Schicht entfallt oder
wird durch das Verdunsten des Ldsungsmittels vorge-
geben, wenn die Klebflache(n) der Deckschicht(en) vor
dem Zusammenfiigen mit dem Trager mit Lésungsmittel
benetzt wird/werden. Sie entfallt auch dann, wenn ein
geeigneter Harter zugesetzt wird, bevor die Klebefla-
chen miteinander verklebt werden.

Vorteilhaft ist es auch, zunachst den Klebstoff auf
den Trager aufzubringen und diesen nur soweit zu
befeuchten, daB dieser an dem Trager anhaftet. Die
Verbindung von Trager und Deckschicht kann dann zu
einem spateren Zeitpunkt erfolgen, wobei zuvor noch
eine weitere Befeuchtung notwendig ist. Hierdurch kann
das Aufbringen des Klebers und das Verkleben von Tra-
ger und Deckschicht zu unterschiedlichen Zeiten und
verschiedenen Orten durchgefuhrt werden.

Eine nach dem erfindungsgeméaBen Verfahren her-
gestellte Verbundplatte ist gleichmaBig pords und her-
vorragend zur Schall- und Warmedammung geeignet
und kann ohne weiteres in Innenrdumen eingesetzt
werden, weil sie allen Anforderungen an die Brandsi-
cherheit Gentige leistet. Eine auf das Verfahren abge-
stimmte Vorrichtung zur Herstellung von Verbundplatten
ist dadurch gekennzeichnet, daB8 der Trager in fortlau-
fendem Durchlauf kontinuierlich mit dem Klebstoff
bestreubar sind und der Klebstoff ebenfalls kontinuier-
lich mit dem Lésungsmittel und gegebenfalls mit einem
Harter kontaktiert wird.

Die Erfindung wird nachstehend anhand der Zeich-
nung an einem Ausflihrungsbeispiel ndher erlautert. Es
zeigen:
Fig. 1 bis 3 je eine Variante des erfindungs-
gemaBen Verfahrens in einer schema-
tisch  dargestellten, zugehdrigen
Vorrichtung.

In den Arbeitsablaufen entsprechend Fig. 1 bis 3
sind insgesamt jeweils sechs Arbeitsschritte mit den Zif-
fern 1 bis 6 gekennzeichnet worden.

Ein Trager T soll mit (hier) einer Deckschicht D zu
einer als Verbundplatte V aufgebauten Akustikplatte
gefiigt werden.

In der Fig. 1 wird der Trager T in dem Arbeitsschritt
1 mit einem Ldsungsmittel L eingespriht und anschlie-
Bend (Arbeitsschritt 2) mit dem kérnigen Klebstoff K
bestreut. In einem Arbeitsschritt 3 verbinden sich beide
Komponenten K, L unter Quellen zu einer kompressi-
blen, porésen Klebstoff-Schicht S. AnschlieBend
(Arbeitsschritt 4) wird diese mit der Deckschicht D
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belegt und (Arbeitsschritt 5) mittels des (beheizbaren)
Stempels F zu einem diinnen, die Deckschicht D mit
dem Trager T verklebenden Film komprimiert. Die
(Arbeitsschritt 6) fertige Verbundplatte V ist fir Schall-
wellen A oder eine Luftstrdmung durchléssig.

Im Unterschied dazu ist in der Fig. 2 die Reihen-
folge der Arbeitsschritte 1, 2 umgekehrt worden: der
Trager T wird zun&chst mit der kérnigen Klebstoff K
bestreut, der danach mit dem Lésungsmittel L bespriiht
wird; das Ubrige Verfahren bleibt unveréndert.

Etwas anders ist der in Fig. 3 skizzierte Ablauf. Hier
wird (Arbeitsschritt 3) die Deckschicht D mit dem
Lésungsmittel L eingespriiht, wahrend, wie in Fig. 1, der
kérnige Klebstoff K auf den Trager T aufgestreut wird
(Arbeitsschritt 1), der in dem Arbeitsschritt 2 lediglich
Uber die Oberflache der Tragerplatte T verteilt ist,
jedoch unbenetzt, und erst in dem Arbeitsschritt 4 beim
Anlagen der Deckschicht D mit dem Lésungsmittel L in
Bertihrung kommt.

Bezugszeichen

Schallwelle
Deckschicht
Stempel
Klebstoff
Klebstoff-Schicht
Lésungsmittel
Trager
Verbundplatte

<-HrrmwXxTO0O>»

Patentanspriiche

1. Verfahren zum Herstellen von Verbundstoffen und -
platten (V), beispielsweise einer Akustikplatte in
Sandwich-Bauweise fur schall- und warmeabsor-
bierende Raum-Decken und/oder -Wéande, beste-
hend aus einem porésen Trager (T) und aus einer
ein- oder beidseitig mit dem Trager (T) durch einen
Klebstoff (K) flachig verbundenen Deckschicht (D)
aus einem Vlies, Gewebe, Schaumstoff oder der-
gleichen luftdurchlassigen Werkstoff,
dadurch gekennzeichnet, daB

(a) der Klebstoff (K) in Form eines quell- und
rieselfahigen, trockenen Pulvers verwendet
wird, das auf die Klebeflache des Tragers (T)
aufgetragen und mit einem flissigen Lésungs-
mittel (L) benetzt wird, und

(b) nach Quellen des befeuchteten Klebstoffes
(K) die einander zugewandten Klebeflachen
des Tragers (T) und der Deckschicht(en) (D)
aneinandergelegt und unter Druck- und/oder
Temperatureinwirkung miteinander verklebt
werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
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zeichnet, daB der Trager (T) zunachst mit dem
Lésungsmittel (L) benetzt und danach mit dem
Klebstoff (K) bestreut wird.

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daB zun&chst der Trager (T) mit
Klebstoff (K) bestreut und dieser danach mit dem
Lésungsmittel (L) benetzt wird.

Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet. daB3 der Trager (T) mit
Klebstoff (K) bestreut und die Klebflache(n) der
Deckschicht(en) (D) mit Lésungsmittel (L) benetzt
wird/werden.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, daB ein leicht was-
serloslicher und gut absorbierender,
spriihgetrockneter anorganischer Klebstoff (K) ver-
wendet wird.

Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daB der Klebstoff (K) kaliwasserléslich ist.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, daB ein Klebstoff (K)
mit einem Schiittgewicht von 50 bis 250 g/l und
einer KorngréBe von 0,05 bis 1,5 mm, vorzugs-
weise von 0,063 bis 1,0 mm, verwendet wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, daB3 insgesamt zwi-
schen 5 und 400 g/m?, vorzugsweise 20 g/m®
Klebstoff (K) auf die Klebeflachen aufgestreut wer-
den.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Klebefla-
chen und/oder der Klebstoff (K) mit insgesamt
zwischen 5 und 200 g/m?, vorzugsweise 30 g/m?
Lésungsmittel (L) benetzt werden.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, daB als Lésungsmit-
tel (L) Wasser verwendet wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, daB ein alkalisches
Silikat, beispielsweise Natriumdisilikat, als Klebstoff
(K) verwendet wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, daB ein geeigneter
Harter zugesetzt wird, bevor die Klebeflachen mit-
einander verklebt werden.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, daB nur soviel
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14.

Lésungsmittel (L) auf den Trager (T) aufgebracht
wird, daB der Klebstoff (K) am Trager (T) haftet und
daB fur die Verbindung von Trager (T) und Deck-
schicht (D) weitere Lésungsmittel zugegeben wer-
den und anschlieBend die Verbindung unter Druck
und/oder Temperatur erfolgt.

Vorrichtung zur Herstellung von Verbundstoffen und
-platten (V) nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Tra-
ger (T) in fortlaufendem Durchlauf kontinuierlich mit
dem Klebstoff (K) bestreut werden und der Kleb-
stoff (K) kontinuierlich mit dem Lésungsmittel (L)
und gegebenfalls mit einem Harter kontaktiert wird.
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